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摘 要

地球上之人們因為科技與資訊發達，過去人們夢想之境界，現代人已一一實現，但是在此背後地球付出了將被催殘之命運

，氣侯突變、地質惡化、空氣污濁，逐漸劣化的生活環境，這一代的人們正透支下一代之環境權。分析這些環境問題，不

難發現有許多缺點是因為工業產品的生產、製造、使用及丟棄方式的不當而引起的。設計階段是產品生命之萌芽時期；整

個產品從製造使用至棄置都與設計脫不了關係。因此，若能在設計階段便做好環保預防措施與完整之規劃，對於整個產品

生命週期內所可能產生的環境污染與危害，將可降至最低。 本研究是以筆記型電腦為例，從而探討產品綠色設計之組裝與

拆解問題。依據中華民國資策會1997年11月21日公布之資訊產業成長率表，臺灣資訊產業1997年產值約300億美元，僅次

於美、日，居全球第三大，為全球資訊產業成長最快的地區。估計到公元2000年筆記型電腦更會躍居占台灣資訊工業中最

大的產業項目。在如此龐大的產業背後，如未能事先研究組裝作業與規劃材料之拆解廢棄將會對環境產生未知的衝擊。並

且歐聯國家推動的ISO 14000係列環境管理標準中，對於ISO 14054與ISO 14060等“生命週期分析”(Life Cycle

Assessment)(LCA)標準中規定，自產品原料取得、設計、製造、使用、廢棄回收等過程，均必須符合不破壞環境要求。 本

研究選擇以個案研究法為主，研究個案取材自台灣一家知名生產筆記型電腦廠商。依據個案研究的方法，綠色組裝部分乃

將進入現場以工廠作業員與設計工程師為對象，而拆解部分因缺乏專業回收拆解人員，故以維修人員為研究對象。因為實

地工作人員，比較傾向於以問題為重，故調查之進行，則以解決問題方式進行。所用時間需要較長，盡量以開放性問卷調

查，並以個案公司內異常組裝問題報告為輔而展開研究。研究過程中研擬綠色組裝與拆解設計評估基準，並使用Microsoft

office 97之各項工具軟體作為輔助分析工具。同時製作多項綠色組裝與拆解設計表格，並且為了綠色評估表不流於個人主

觀意識影響研究成果，故將所得到的綠色組裝與拆解設計評估基準表，提出與文獻參考進行比對分析，然後擬定出綠色組

裝與拆解設計評估準則與檢核表，作為資訊電腦產品開發之綠色設計準則。本研究結果協助了設計時有系統的檢核本身所

設計的產品，是否合於各項環保條件，並能確認有否設計出符合綠色組裝與拆解的產品。文末中並提出結論與建議，以及

筆記型電腦新提案之設計方向與特點。

關鍵詞 : 綠色設計
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